
Electronics Assembly and Interconnect Engineering Service
計測技術受託サービス 事例紹介

材料誘電特性測定  Material Dk/Df Measurement

伝送線路測定  PCB S-Parameter Measurement

伝送線路Sパラ解析  High-Speed Line S-Parameter Analysis 伝熱解析  Heat Dissipation Analysis

はんだ接続部品内蔵基板  Solder-Attachment Embedding PCB 加工条件  Process Condition

装置 Equipment

ネットワークアナライザ VNA KEYSIGHT N5227B
周波数範囲 Frequency 10［MHz］～120［GHz］
温度範囲 Temperature -40～150［℃］
プローバ Probe Station Semi-Auto Prober
シングルプローブ Single probe GSG 150/250［μm］

差動プローブ Differential probe GSGSG 150/250［μm］
GSSG 250［μm］

コネクタ Connector 1.85［mm］

仕様 Specification

測定治具
Method

試料形状
Material shape

周波数
Frequency

比誘電率
Dk

誘電正接
Df

導電率
Conductivity

空洞共振器
Cavity
Resonator

1×1×100
［mm］

1/2.45/5.8/10
［GHz］ 2～130 0.5～

0.0005 －

平衡型円板
共振器
BCDR

φ50.6
0.2～0.4t
［mm］

10～120
［GHz］ 1.6～10 0.01～

0.0001
1×106
［S/m］
下限値

260℃/6回リフロー後
X-section After 260℃X6 Reflow

表裏接続 配線経路（IVH）
Top Layer to Bottom Layer via IVH

表面実装 SMT

冷熱衝撃試験 1,000サイクル後 断面
X-section After TCT 1,000 Cycles

ニチアス株式会社様御提供
PTFEフィルム材料使用

日本アルミット株式会社様御提供
高融点はんだペースト使用

部品内蔵 Embedding PCB

3層フレキシブル基板 製造
3Layer FPC Manufacturing
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共振周波数 Frequency［GHz］

比誘電率 Df

誘電正接 Df

表面温度
144℃

ヒートシンク無し
Without Heat-Sink

表面温度
107℃

ヒートシンク有り
With Heat-Sink
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周波数 Frequency［GHz］

MSL線路TRL校正繰り返しプロービング評価
MSL TRL Probing Repeatability

表裏接続 配線経路（PTH）
Top Layer to Bottom Layer via PTH
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